
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201822119790.1

(22)申请日 2018.12.17

(73)专利权人 云谷（固安）科技有限公司

地址 065500 河北省廊坊市固安县新兴产

业示范区

(72)发明人 董晴晴　罗志忠　张久杰　杨艳芳　

丁德宝　

(74)专利代理机构 广州华进联合专利商标代理

有限公司 44224

代理人 唐清凯

(51)Int.Cl.

H01L 51/52(2006.01)

H01L 33/54(2010.01)

 

(54)实用新型名称

显示面板和显示装置

(57)摘要

本申请涉及一种显示面板和显示装置。所述

显示面板包括具有发光器件的背板和用于封装

所述发光器件的封装薄膜。所述封装薄膜包括至

少一个子封装结构。所述子封装结构包括第一无

机封装层、有机封装层和第二无机封装层。所述

有机封装层整体覆盖于所述第一无机封装层。所

述第一无机封装层和所述有机封装层之间的接

触面为第一临界面。所述第一临界面为粗糙面。

所述第二无机封装层覆盖于所述有机封装层远

离所述第一无机封装层的一侧。水氧沿着所述第

一无机封装层和所述第二无机封装层入侵时的

路径变长，阻力变大。因此可以提高所述封装薄

膜对发光器件的保护效果。
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1.一种显示面板，其特征在于，包括：

具有发光器件(230)的背板(220)；

封装所述发光器件(230)的封装薄膜(10)；

所述封装薄膜(10)包括至少一个子封装结构(11)，所述子封装结构(11)包括：

第一无机封装层(110)；

有机封装层(120)，整体覆盖于所述第一无机封装层(110)，所述第一无机封装层(110)

与所述有机封装层(120)相接触的面为第一临界面(140)，所述第一临界面(140)为粗糙面；

以及

第二无机封装层(130)，覆盖于所述有机封装层(120)远离所述第一无机封装层(110)

的一侧。

2.如权利要求1所述的显示面板，其特征在于，所述第一临界面(140)包括多个间隔设

置的凸起(141)和凹陷(142)。

3.如权利要求2所述的显示面板，其特征在于，所述第一临界面(140)的边缘的所述凸

起(141)和所述凹陷(142)的排布密度大于所述第一临界面(140)的中部的所述凸起(141)

和所述凹陷(142)的排布密度。

4.如权利要求2所述的显示面板，其特征在于，多个所述凸起(141)和多个所述凹陷

(142)依次交替排列，所述第一临界面(140)的边缘的相邻的所述凸起(141)的顶部到所述

凹陷(142)的底部相对于基板的垂直方向上的距离大于所述第一临界面(140)的中部的相

邻的所述凸起(141)的顶部到所述凹陷(142)的底部相对于基板的垂直方向上的距离。

5.如权利要求2所述的显示面板，其特征在于，相邻的所述凸起(141)和所述凹陷(142)

构成台阶结构。

6.如权利要求2所述的显示面板，其特征在于，相邻的所述凸起(141)和所述凹陷(142)

构成波纹结构。

7.如权利要求6所述的显示面板，其特征在于，所述波纹结构的表面设置有多个凹坑

(119)。

8.如权利要求1所述的显示面板，其特征在于，所述第二无机封装层(130)和所述有机

封装层(120)的接触面为第二临界面(121)，所述第二临界面(121)为平面。

9.如权利要求8所述的显示面板，其特征在于，所述第二无机封装层(130)远离所述有

机封装层(120)的一侧覆盖有光学耦合层(210)，所述第二无机封装层(130)和所述光学耦

合层(210)之间具有第三临界面(211)，所述第三临界面(211)为起伏面。

10.一种显示装置，其特征在于，包括权利要求1-9任一项所述的显示面板。
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显示面板和显示装置

技术领域

[0001] 本申请涉及封装领域，特别是涉及一种显示面板和显示装置。

背景技术

[0002] 传统技术中，发光器件通过薄膜封装，以防止外界水氧入侵。而在显示面板的使用

环境比较恶劣时，比如高温、高湿环境，或者显示面板被多次弯折时，容易造成封装薄膜的

膜层断裂失效。这会导致水氧通过封装薄膜入侵至有机发光层，导致发光器件失效。

实用新型内容

[0003] 基于此，有必要针对水氧容易通过封装薄膜结构侵入有机发光层的问题，提供一

种显示面板和显示装置。

[0004] 一种显示面板，包括：

[0005] 具有发光器件的背板；

[0006] 封装所述发光器件的封装薄膜；

[0007] 所述封装薄膜包括至少一个子封装结构，所述子封装结构包括：

[0008] 第一无机封装层；

[0009] 有机封装层，整体覆盖于所述第一无机封装层，所述第一无机封装层与所述有机

封装层相接触的面为第一临界面，所述第一临界面为粗糙面；以及

[0010] 第二无机封装层，覆盖于所述有机封装层远离所述第一无机封装层的一侧。

[0011] 在一个实施例中，所述第一临界面包括多个间隔设置的凸起和凹陷。

[0012] 在一个实施例中，所述第一临界面的边缘的所述凸起和所述凹陷的排布密度大于

所述第一临界面的中部的所述凸起和所述凹陷的排布密度。

[0013] 在一个实施例中，多个所述凸起和多个所述凹陷依次交替排列，所述第一临界面

的边缘的相邻的所述凸起的顶部到所述凹陷的底部相对于基板的垂直方向上的距离大于

所述第一临界面的中部的相邻的所述凸起的顶部到所述凹陷的底部相对于基板的垂直方

向上的距离。

[0014] 在一个实施例中，相邻的所述凸起和所述凹陷构成台阶结构。

[0015] 在一个实施例中，相邻的所述凸起和所述凹陷构成波纹结构。

[0016] 在一个实施例中，所述波纹结构的表面设置有多个凹坑。

[0017] 在一个实施例中，所述第二无机封装层和所述有机封装层的接触面为第二临界

面，所述第二临界面为平面。

[0018] 在一个实施例中，所述第二无机封装层远离所述有机封装层的一侧覆盖有光学耦

合层。所述第二无机封装层和所述光学耦合层之间具有第三临界面，所述第三临界面为起

伏面。

[0019] 一种显示装置，包括所述的显示面板。

[0020] 本申请实施例提供的所述显示面板，所述第一临界面为粗糙面，因此所述第一无
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机封装层可以具有粗糙的微结构。在所述第一无机封装层的表面直接覆盖所述有机封装

层，工艺简单，同时通过所述粗糙面增加所述第一无机封装层和所述有机封装层之间的接

触面积。通过所述粗糙面，可以增加水氧侵入的路径和的阻力，可以有效保护所述发光器件

不会被水氧破坏。

附图说明

[0021] 图1为本申请一个实施例提供的显示面板截面图；

[0022] 图2为本申请一个实施例提供的子封装结构截面图；

[0023] 图3为本申请一个实施例提供的子封装结构截面图；

[0024] 图4为本申请一个实施例提供的子封装结构截面图。

[0025] 附图标记说明：

[0026] 封装薄膜10

[0027] 子封装结构11

[0028] 第一无机封装层110

[0029] 第一临界面140

[0030] 凸起141

[0031] 凹陷142

[0032] 平台143

[0033] 弧形倒角116

[0034] 凹坑119

[0035] 有机封装层120

[0036] 第二临界面121

[0037] 第二无机封装层130

[0038] 显示面板20

[0039] 光学耦合层210

[0040] 第三临界面211

[0041] 第二凸起212

[0042] 第二平台213

[0043] 背板220

[0044] 发光器件230

具体实施方式

[0045] 为使本申请的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图对本申请

的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申

请。但是本申请能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施，本领域技术人员可以在不

违背本申请内涵的情况下做类似改进，因此本申请不受下面公开的具体实施的限制。

[0046] 本文中为部件所编序号本身，例如“第一”、“第二”等，仅用于区分所描述的对象，

不具有任何顺序或技术含义。而本申请所说“连接”、“联接”，如无特别说明，均包括直接和

间接连接(联接)。在本申请的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、
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“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关

系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本申请和简化描述，而不是指示

或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解

为对本申请的限制。

[0047] 在本申请中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”可以

是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在

第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示

第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第

一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0048] 请参见图1，本申请一个实施例提供一种显示面板20。所述显示面板20包括具有发

光器件230的背板220和用于封装所述发光器件230的封装薄膜10。所述封装薄膜10包括至

少一个子封装结构11。所述子封装结构11包括第一无机封装层110、有机封装层120和第二

无机封装层130。所述有机封装层120整体覆盖于所述第一无机封装层110。所述第一无机封

装层110和所述有机封装层120之间相接触面为第一临界面140。所述第一临界面140为粗糙

面。所述第二无机封装层130覆盖于所述有机封装层120远离所述第一无机封装层110的一

侧。

[0049] 本实施例中，所述封装薄膜10形成于所述发光器件230的表面。所述封装薄膜10可

以用以保护所述发光器件230。所述显示面板20可以用于移动终端、平板电脑等显示装置。

所述第一无机封装层110和所述第二无机封装层130具有阻碍水氧通过的作用。所述第一无

机封装层110和所述第二无机封装层130可以为氧化硅、氮化硅、氮氧化硅、金属氧化物或金

属氮化物其中的一种或几种。上述材料都不易使水氧通过。所述有机封装层120可以为亚克

力、环氧树脂、硅胶等材料。所述第一临界面140为粗糙面，因此所述第一无机封装层110和

所述有机封装层120接触的表面可以具有凹坑等微结构。通过所述微结构可以增加所述第

一临界面140面积。

[0050] 从所述封装薄膜110的截面看，所述第一临界面140的截面的轮廓的长度也变长。

水氧通过所述封装薄膜10入侵时，有沿着不同封装层的接触面入侵的特性。通过增加所述

第一临界面140面积，使水氧通过所述封装薄膜10时需要进入的路线更长，也就增加了水氧

入侵的时间和障碍，从而可以提高封装薄膜阻隔水氧功能，保护发光器件230不被水氧破

坏。

[0051] 所述有机封装层120整体覆盖于所述第一无机封装层110，即所述有机封装层120

是连续不间断的层结构。在所述第一无机封装层110上制作所述有机封装层120时，直接在

所述第一无机封装层110的表面覆盖有机封装层120即可，无需其它工序，制作过程简单，能

够提高生产效率。

[0052] 本申请实施例提供的所述显示面板20，所述第一临界面140为粗糙面，因此所述第

一无机封装层110可以具有粗糙的微结构。在所述第一无机封装层110的表面直接覆盖所述

有机封装层120，工艺简单，同时通过所述粗糙面增加所述第一无机封装层110和所述有机

封装层120之间的接触面积。通过所述粗糙面，可以增加水氧侵入的路径和的阻力，可以有

效保护所述发光器件230不会被水氧破坏。

[0053] 请参见图2，在一个实施例中，所述第一临界面140包括多个间隔设置的凸起141和
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凹陷142。所述第一无机封装层110具有不同的厚度，即所述第一临界面140具有所述凸起

141和所述凹陷142。所述凸起141和所述凹陷142构成起伏的表面。通过所述凸起141和所述

凹陷142可以增加所述第一临界面140面积。从所述封装薄膜110的截面看，所述第一临界面

140的截面的轮廓的长度也变长。水氧通过所述封装薄膜10入侵时，有沿着不同封装层的接

触面入侵的特性。通过增加所述第一临界面140面积，使水氧通过所述封装薄膜10时需要进

入的路线更长，也就增加了水氧入侵的时间和障碍，从而可以提高封装薄膜阻隔水氧功能，

保护发光器件230不被水氧破坏。

[0054] 在一个实施例中，所述第一临界面140的边缘的所述凸起141和所述凹陷142的排

布密度大于所述第一临界面140的中部的所述凸起141和所述凹陷142的排布密度。可以理

解，水氧沿着所述子封装结构11向所述发光器件230浸入时，水氧在所述子封装结构11的边

缘的侵入动力较大，侵入的量也较多。通过使得所述第一临界面140的边缘的所述凸起141

和所述凹陷142的排布密度大于所述第一临界面140的中部的所述凸起141和所述凹陷142

的排布密度，可以增大所述第一临界面140的边缘的所述第一无机封装层110和所述有机封

装层120之间的接触面积。因而可以增加水氧沿着所述第一临界面140边缘入侵的阻力，提

高了所述子封装结构11的封装效果。

[0055] 在一个实施例中，从所述第一临界面140的边缘到所述第一临界面140的中部，所

述凸起141和所述凹陷142的排布密度逐渐变小。

[0056] 在一个实施例中，多个所述凸起141和多个所述凹陷142依次交替排列。所述第一

临界面140的边缘的相邻的所述凸起141的顶部到所述凹陷142的底部相对于基板的垂直方

向上的距离大于所述第一临界面140的中部的相邻的所述凸起141的顶部到所述凹陷142的

底部相对于基板的垂直方向上的距离。多个所述凸起141和多个所述凹陷142依次交替排列

可以增加所述第一临界面140的面积，相当于增加了水氧沿着所述第一临界面140的入侵路

径。本实施例中，在所述第一临界面140的边缘，所述凸起141的凸起高度大于在所述第一临

界面140的中部的凸起141的高度。在所述第一临界面140的边缘，所述凹陷142的深度大于

在所述第一临界面140的中部的所述凹陷142的深度。因此在所述第一临界面140的边缘，水

氧入侵的路径更为曲折，水氧入侵的难度更大。

[0057] 在一个实施例中，相邻的所述凸起141和所述凹陷142构成台阶结构。所述凸起141

可以为立方体。所述凹陷142也可以为立方体形状。所述凸起141和所述凹陷142之间可以具

有平台143。所述平台143的拐角部分可以为直角，因此所述凸起141和所述凹陷142可以形

成台阶结构。所述台阶结构简单，制作工艺简单，可以通过干刻方法制备，节省成本。

[0058] 请参见图3，在一个实施例中，所述平台143、所述凹陷142和所述凸起141的拐角处

具有弧形倒角116。在所述第一无机封装层110表面制作所述有机封装层120时，由于制作工

艺的缺陷，在所述平台143的拐角处或平面的突变位置容易产生空隙缺陷。通过将所述平台

143的拐角部分改成弧形倒角116，可以减缓所述平台143的突变程度。由于所述弧形倒角

116的趋势平缓，便于所述有机封装层120材料填充，因而可以减少所述空隙缺陷的出现，减

少不良率。

[0059] 请参见图4，在一个实施例中，相邻的所述凸起141和所述凹陷142构成波纹结构。

所述凸起141和所述凹陷142的表面可以为弧面，因此相邻的所述凸起141和所述凹陷142的

表面相连接形成起伏的曲面。所述曲面可以曲率半径可以不同。在一个实施例中，相邻的所
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述曲面的曲率半径可以有较大差异，因此水氧入侵的路径会更为曲折，以增加水氧入侵的

阻力。

[0060] 在一个实施例中，所述波纹结构的表面设置有多个凹坑119。通过所述凹坑119进

一步增加所述第一无机封装层110和所述有机封装层120之间的接触面积。在一个实施例

中，所述凹坑119可以设置于所述曲面曲率半径最小处，因而可以在水氧入侵阻力较大时使

得水氧入侵的路径突变，进一步阻隔水氧入侵。所述凹坑119可以通过刻蚀形成。所述凹坑

119的形状和大小可以不同。所述凹坑119的边缘可以较为平缓，以便于在制作所述有机封

装层120时有机材料的填充。

[0061] 在一个实施例中，所述第一无机封装层110的侧面和所述第二无机封装层130的侧

面相接。所述第一无机封装层110和所述第二无机封装层130将所述有机封装层120包围。即

所述第一无机封装层110和所述第二无机封装层130相连接将所述有机封装层120包围。所

述第一无机封装层110和所述第二无机封装层130将所述有机封装层120包围可以阻止水氧

从任何方向向发光器件230入侵，以进一步提高所述发光器件230的使用寿命。所述第一无

机封装层110和所述第二无机封装层130可以具有相同的材料。因此在所述第二无机封装层

130固化后，可以与所述第一无机封装层110一体成型。

[0062] 在一个实施例中，所述有机封装层120和所述第二无机封装层130接触的面为第二

临界面121，所述第二临界面121为平面。在所述第一无机封装层110的表面形成所述有机封

装层120时，由于所述有机封装层120为有机材料制成。有机材料具有一定流动性，因此所述

有机封装层120的表面可以自然流动形成平面。在所述有机封装层120固化后可以在所述有

机封装层120的表面直接制作所述第二无机封装层130。所述第二无机封装层130和所述有

机封装层120之间的所述第二临界面121为平面，将所述第二临界面121制作成平面无需其

它工艺流程，可以减少所述封装薄膜10的制作成本。

[0063] 在一个实施例中，所述第二无机封装层(130)远离所述有机封装层(120)的一侧覆

盖有光学耦合层(210)，所述第二无机封装层(130)和所述光学耦合层(210)之间具有第三

临界面(211)，所述第三临界面(211)为起伏面。所述光学耦合层210可以为包含三嗪和苯并

咪唑的有机化合物。所述光学耦合层210设置于所述封装薄膜10上可以提高光学耦合层210

的光取出效率。所述第三临界面211为起伏面时，可以增加所述学耦合层210黏附性，同时可

以增加所述第三临界面211的面积，因而可以进一步增加外界水氧沿着所述第三临界面211

入侵时的入侵路径，减缓水氧入侵的时间，提高所述显示面板20的使用寿命。所述第三临界

面211可以包括台阶、凸起、凹槽、沟道等结构。在一个实施例中，所述第三临界面211可以包

括第二凸起212和第二平台213。所述第二凸起212可以设置于所述第二平台213。所述第二

凸起212和所述第二平台212可以通过光刻等工艺形成，制作简单。

[0064] 本申请实施例还提供一种显示装置。所述显示装置包括上述所述显示面板。所述

显示装置可以为平板电脑、手机等终端。

[0065] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实

施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存

在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。

[0066] 以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并

不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员
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来说，在不脱离本申请构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本申请的保

护范围。因此，本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

说　明　书 6/6 页

8

CN 209298176 U

8



图1

图2
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图3

图4
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摘要(译)
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